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摘要 
 

 

Zigbee 是部署无线传感器网络的新技术。它是一种短距离、 低速率无线网络技术，是

一种介于无线标记技术和 BlueTooth（蓝牙）之间的技术提案。ZigBee 采用一般 IEEE 802.15.4 

收发器技术与入 ZigBee 协议栈的组合，在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。这些

传感器只需要很少的能量，以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感

器，所以它们的通信效率非常高。 

 

目前，市场上的近距离无线通信技术主要有无线局域网 WiFi、蓝牙和一些专用标准。与

这些标准相比，ZigBee 具有数据传输速率低、功耗低、网络容量大、安全、自动动态组图、

自由路由等特点。 

 

表：无线网络标准的比较 

 

来源：水清木华研究中心 

 

在 IEEE 802.15.4 的通讯芯片发展上，通过依据各供货商的创新和执行等重要参数来进行

比较，评估信息包括该厂商是否提供系统级 SoC 芯片、首款产品发布尔日期、当前产品版本、

传送与接收功率、接收灵敏度、以及是上市公司或者私人公司等指标。 德州仪器 TI 因并购挪
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威 Chipcon 通讯公司(2006/01 月)而荣登榜首， 而美商 Ember 及日商 OKI 位居第二及第三。

Ember 原是一家无线感测网路软件解决方案的知名公司，后来取得 Chipcon 授权的 IP，打上自

家的品牌 EM2420， 随后又与英国的射频芯片设计公司合作，推出自己的单芯片，形成一家

软硬件完整解决方案的厂商。原本与 Chipcon 射频芯片搭配的 Atmel，由于 Chipcon 已经走向

SoC 模式，不再需要 Atmel 微控制器的配合，因此 Atmel 也自行开发射频芯片，成为具备完

整硬件解决方案的公司。台湾的达盛电子 UBEC 也名列榜中，而 Freescale 的芯片因耗电量效

能问题，所以排名较后。此外，英商 Integration Associates 因并购 CompXs 而入榜。 

 

表：IEEE 802.15.4 的网络射频芯片生产商排名 

Rank Company Rank Company 

1 Texas Instruments 6 ZMD 

2 Ember 7 RadioPulse 

3 Oki Semiconductor 8 Freescale Semiconductor 

4 Atmel 9 Integration Associates 

5 Uniband Electro.（UBEC） 10 Jennic 

来源：ICL TECHNICAL JOURNAL；整理：水清木华研究中心 

 

2006 年有多家 ZigBee 芯片厂商推出新一代的 ZigBee 射频芯片，将单片机和射频芯片整

合在一起的 SoC 也已经蓄势待发。 2005 年全球仅出货 100 万片 Zigbee 芯片，谨慎估计 2010

年将达到 1.65 亿片。预测 2007 年 ZigBee 设备市场与配件收益计算的增长将达 80 亿美元。 

 

本报告对 ZigBee 的概念、技术特点、发展历程、国际标准及典型应用情况进行了概述，

描绘了 ZigBee 产业的发展现状、分析了 ZigBee 的主要应用案例，并对 NFC 产业链上的主要

相关厂商的 NFC 产品及发展战略进行了研究。 
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